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１．概要（Summary） 

多層膜構造の医療用MEMSデバイスの開発において、

基板に TEMPAX®を使用している。従来フォトリソグラフ

ィ工程において、フォトレジストを手作業にて塗布し、露光

後の現像工程も手作業にて実施していた。今回、自動塗

布現像装置を用いて TEMPAX®基板のフォトリソグラフィ

を行った。結果として従来条件通りのレジスト膜厚が得ら

れ、所望のパターンが形成出来る事が確認された。しかし

ながら、同条件にて石英基板のフォトリソグラフィを行った

結果、一部パターンに剥離が見られた。レジスト塗布厚み

は、TEMPAX®・石英基板共に約 2.2 μm で同等であっ

た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・i線露光装置 

・自動塗布現像装置 

 

【実験方法】 

自動塗布現像装置を用いて、TEMPAX®基板と石英

基板に HMDS 処理を実施後、フォトレジスト PFI-89B4

を塗布した。スピンコーターの回転数は 2000 rpm とし

た。 

その基板を i線露光装置にて露光し、自動塗布現像装

置にて現像し、デジタル顕微鏡にてパターンの観察を行

った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 TEMPAX®基板と石英基板上に形成されたレジストパ

ターンを観察した結果を Fig. 1 に示す。Fig. 1(a)は

TEMPAX®基板の観察像であり、所望のパターンが得ら

れている事がわかった。Fig. 1(b)は石英基板の観察像で

あり、パターン剥離が生じている事がわかった。基板毎に 

撥水化処理・ベーク条件などを調整する必要がある事が

示唆された。一方、塗布膜厚を接触式段差計にて測定し

た所、両基板共に約 2.2 μmであった。 
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Fig. 1 Microscope images of resist pattern  

(a) TEMPAX® and (b) quartz. 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


